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[摘摇 要]摇 PCB 板(印刷电路板)剪裁铣削渣中含有金属铜和铝,且塑料含量高,采用电化学溶解隔膜

电积工艺可以实现铜的剥离并得到高品位阴极铜。 该工艺具有流程短、电流效率高、产品纯度高等优

点,具有广阔的应用前景,但其电化学机理尚不明确,本文以 PCB 制造过程中产生的含铜固废作为阳

极,采用钛板为阴极,在 NH3 -(NH4) 2SO4 体系中采用隔膜电解工艺进行了一系列试验,包括不同铵盐

体系、氨 / 硫酸铵体系中不同电极、氨 / 硫酸铵体系不同电解液组成的电化学行为曲线以及 NH3 -
(NH4) 2SO4 体系电沉积铜的控制步骤、成核机理等。 结果表明,氨 / 硫酸铵体系中电积铜的起始还原电

位最低,电积时电耗较低,且该体系中氢的析出电位均较负,可避免因析出氢气降低阴极电流效率的副

反应;NH3 -(NH4) 2SO4 体系中 Cu2 + 在钛电极表面的电沉积反应为不可逆过程,且为双电子一步转移过

程,控制步骤为扩散控制;Cu2 + 在钛电极上的成核机理接近于瞬时成核。 该研究成果可为 NH3 -
(NH4) 2SO4 体系隔膜电解铜工艺提供理论参考。
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摇 摇 PCB 板(印刷电路板)剪裁铣削渣含铜率较低,
同时塑料含量高,难以清洁投入现有火法炼铜工艺

回收。 此外 PCB 板剪裁铣削渣中的主要金属为铜

和铝,若直接采用酸性浸出,则会导致大量的铝一同

浸出,给后继溶液除杂带来困难[1 - 3]。
氨性体系具有选择性良好的优点,可用于实现

复杂含铜资源中铜的高效浸出。 张振健等[4] 采用

“焙烧-氨浸-萃取-电积冶工艺从东川汤丹铜精矿中

高效回收铜,在最佳工艺条件下,铜的浸出量高达

92% ,通过萃取得到的初次富铜液能够达到电积要

求;Aribiter 等[5] 也提出了相同的工艺,并采用“氨
浸-萃取-电积冶的工艺实现了铜的高效回收。 需要

注意的是,氨性萃取过程中,往往伴有少量的 NH3

被一同萃取;在反萃过程中,NH3 进入反萃液中形成

(NH4) 2SO4,经多次反萃后富铜液中将含有大量的

(NH4) 2SO4,不利于铜的电沉积。 因此,上述工艺目

前还未获得大规模应用[6 - 9]。
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在氨性浸出工艺基础上,刘维[10]、于霞等[11] 采

用了直接电积工艺处理复杂铜矿氨浸液,试验结果

表明,氨浸液直接电积的阴极效率较低,最高仅为

85% 。 为实现电子废弃物中铜的回收,Oishi 等[12]

在氨浸液中将 Cu2 + 还原为 Cu + ,再通过萃取除杂,
最后采用隔膜电积的方法,直接从氨浸液中回收铜。
隔膜电积过程中,Cu + 在阳极被氧化为 Cu2 + ,穿过

阳离子交换膜后在阴极还原。 但一价铜氨配合物稳

定性较差,实际操作过程中需采用氮气保护,以防止

Cu + 的氧化。 由于 PCB 及电子废弃物中的铜通常

以单质形式存在,采用氨性浸出时需采用氧化浸出

的方式。 为此,李树超等[13]、杨建广等[14] 将含铜电

子废弃物制为阳极,通过电化学溶解的方式,实现铜

的剥离,剥离后的 Cu2 + 穿过阳离子交换膜后在阴极

得以还原;该工艺的阴极电流效率高于 97% ,同时

得到的阴极铜品位在 99郾 9%以上。
PCB 板含铜固废的电化学溶解隔膜电积工艺具

有流程短、电流效率高、产品纯度高等优点,具有广

阔的应用前景,但其电化学机理尚不明确。 为此本

文开展了一系列电化学试验, 探究 Cu - NH3 -
(NH4) 2SO4 体系中 Cu2 + 在钛电极上沉积过程的控

制步骤和成核机理,以期为 NH3 -(NH4) 2SO4 体系

隔膜电解铜工艺提供理论参考。

1摇 试验
1郾 1摇 试剂及设备

1)主要试剂

NH3·H2O,25% ,广东西陇化工股份有限公司;
(NH4) 2SO4,99郾 0% ,广东西陇化工股份有限公司;
CuSO4,99郾 0% ,广东西陇化工股份有限公司。 试剂

均为 AR 级,试验所用去离子水为试验室自制。
2)主要设备

本研究采用铂片电极(1 cm2 ),饱和甘汞电极

(SCE)分别作为对电极与参比电极;工作电极分别为

钛电极 (0郾 125 6 cm2)、玻碳电极 (0郾 125 6 cm2)、不锈

钢电极 (0郾 070 65 cm2 )、铜电极 (0郾 070 65 cm2 )。
本研究采用的电极均购自上海仪电科学仪器股份

有限公司(中国)。 电化学试验所用的 H 型隔膜电

解槽为实验室自制(左右两槽各50 mL)。 电化学

工作采用 CHI760E 型双恒电位仪(CHI760E,上海

辰华仪器有限公司,中国)。 阴离子交换膜采用

AMI -7001S 型离子交换膜(AMI -7001S,国际膜业

公司,美国)。
1郾 2摇 装置及方法

本研究中所用电解液由分析纯试剂及实验室自制

蒸馏水配制而成。 阴极液为铜氨溶液,先将 NH3·H2O、
(NH4) 2SO4 等试剂按一定比例配成氨铵溶液,再加

入 CuSO4·5H2O,并不断搅拌以使其快速溶解。 电

化学研究试验在传统的三电极体系中进行,电解槽

为中间部分装有阴离子交换膜的 H 型电解槽。 在

进行电化学测试前,分别用 1 200 目、3 000 目的金

相砂纸打磨电极,之后分别用盐酸、乙醇及去离子水

冲洗干净。 试验装置见图 1 所示。

1 - 恒温水浴锅; 2 - 隔膜电解槽; 3 - 饱和甘汞电极; 4 - 电化学

工作站; 5 - 工作电极; 6 - 铂电极; 7 - 控制电脑; 8 - 阴离子交

换膜

图 1摇 电化学测试的设备连接图

Fig. 1摇 Schematic diagram of electrochemical testing
摇

电化学测试在与电脑耦合连接的电化学工作站

上进行,溶液温度由恒温水浴锅调节,稳定在 40 益。
本研究首先开展了线性扫描伏安测试,分别测定了

不同铵盐体系、氨 /硫酸铵体系中不同氨水浓度、
Cu2 + 浓度的阴极极化曲线;分别测定了氨 /硫酸铵

体系中 Cu2 + 在不同阴极材料、不同电解液组成、不
同电位扫描速率的循环伏安曲线;还测得了不同初

始电位下的电流-时间曲线,并作无因次处理,研究

Cu2 + 在钛电极上的成核机理。

2摇 试验结果与讨论
2郾 1摇 不同铵盐体系中电沉积铜的阴极极化曲线

据 Darko Grujicic[15]研究发现,铜离子在阴极上

的沉积行为受电解液 pH 值及支持电解质的影响,
因此不同铵盐体系中二价铜离子在阴极上的电沉积

行为也相应有所差异。 本研究选用三种不同支持电
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解质 SO2 -
4 、Cl - 、 NO -

3 ,采用钛电极为工作电极,设
定电位扫描速率为 10 mV / s,温度为 40 益,分别测

定三种不同铵盐体系中 Cu2 + 在钛电极上的阴极极

化曲线,结果如图 2 所示。

图 2摇 三种不同铵盐体系下的阴极极化曲线

Fig. 2摇 Cathode polarization curves of three
different ammonia system

摇

图 2 表明,在氨 /硫酸铵体系中,当阴极电位负

移至 - 0郾 70 V 时,电流开始逐渐缓慢增大,此时钛

电极表面发生二价铜离子的电沉积反应;电位继

续负移至 - 1郾 30 V 时,电流达到最大值,电位负移

超过 - 1郾 37 V 后,钛电极表面有气泡逸出,发生氢

离子的还原反应。 而在氨 /氯化铵体系中,Cu2 + 可

与 Cl - 形成铜氯络合物 CuCl2 - x
x 致使 Cu2 + 的活度降

低,因而铜的起始还原电位负移至 - 0郾 93 V;之后

随着扫描电位负移,阴极电流迅速增加至稳定值,且
在所测电位范围(0 ~ - 1郾 5 V)内无氢气析出。 当

施加电位为 - 1郾 2 V 时,氨 /硫酸铵体系和氨 /氯化

铵体系铜沉积的电流密度分别为 267 A / m2 和

333 A / m2,这是由于氨 /氯化铵体系中部分二价铜以

铜氯络合物 CuCl2 - x
x 形式存在,CuCl2 - x

x 在溶液中的

扩散速率大于 Cu(NH3) 2 +
x ,由本文 2郾 4 部分内容可

知该电极反应受扩散步骤控制,因此在氨 /氯化铵体

系电积铜的沉积速率较快,在工业化生产中可采用

较高的电流密度提高作业效率。 氨 /硫酸铵体系中

的起始还原电位均低于其余两种体系,因此在氨 /硫
酸铵体系中电沉积铜时,电能消耗相应较低。 在氨 /
硫酸铵体系和氨 /氯化铵体系的施加电位范围分别

为 - 0郾 70 ~ - 1郾 36 V、 - 0郾 93 ~ - 1郾 5 V 时,钛电极

上均无无氢气析出,因此在分析阴极电流效率较低

的原因时,可忽略析氢反应的影响。 氨 /硝酸铵体系

中铜的起始还原电位为 - 0郾 915 V,之后阴极电流密

度随着扫描电位负移而迅速增大;由于氨 /硝酸铵体

系在氨性容易产生氮氧化物,实际生产中应用较少。
选择按氨 /硫酸铵体系进行电积时电耗较低,且电解

体系的挥发性较低,因此选择氨 /硫酸铵体系进行后

续电化学研究。
2郾 2摇 氨 /硫酸铵体系中铜在不同电极上的循环伏安

曲线

为研究氨 /硫酸铵体系中铜在不同电极上的析

出行为,在温度 40 益、阴极电解液组成 NH3·H2O
4 mol / L + (NH4) 2SO4 1 mol / L + Cu2 + 30 g / L、阳极电

解液组成 NH3·H2O 4 mol / L + (NH4) 2SO4 1 mol / L、
扫描速率 5 mV / s 的工作条件下,测定该溶液体系下

铜在不同电极上的循环伏安曲线,结果如图 3 所示。
如图 3 所示,Cu2 + 在玻碳电极(图 3(a))和铜

电极(图 3(d))上发生电沉积时均出现两个明显的

还原峰,分别对应 Cu2 + + e = Cu + 及 Cu + + e = Cu 的

还原反应。 不同电极上的还原峰值电位及峰值电流

密度如表 1 所示。 由表 1 可知,在铜电极上沉积时

还原峰值电位为 - 0郾 647 V,绝对值低于在玻碳电极

上的还原峰值电位 - 0郾 778 V。 这说明铜在铜电极

上更容易沉积,且由 Vd1对应的电流密度大于 Va1可

知,在铜电极上铜的沉积速率更快。 氨 /硫酸铵体系

中 Cu2 + 在钛电极和不锈钢电极上的沉积行为相似,
均只出现一个还原峰,Vb比 Vc略低,但 Vb、Vc分别

对应的电流密度相差较大,分别为 488郾 7 A / m2、
237郾 1 A / m2,因此选择钛板作为阴极板时可获得更

大的沉积速率,Cu2 + 的沉积机理为 Cu2 + 寅Cu,无中

间产物 Cu + 的生成。 本研究中阴极液中铜以 Cu2 +

存在,上述研究表明,选择钛板作为阴极板时可避免

中间产物 Cu + 的生成,从而实现 Cu2 + 寅Cu 反应

过程。
2郾 3摇 NH3 -(NH4) 2SO4 体系中不同扫描速率下的

循环伏安曲线

在温度 40 益、 阴极电解液组成 NH3·H2O
4 mol / L + (NH4) 2SO4 1 mol / L + Cu2 + 30 g / L、阳极

电解液组成 NH3·H2O 4 mol / L + (NH4)2SO4 1 mol / L,
电位扫描速率分别为 10 mV / s、20 mV / s、40 mV / s、
80 mV / s 和 100 mV / s 的 条 件 下, 测 定 NH3 -
(NH4) 2SO4 体系中 Cu2 + 在钛电极上沉积时的循环

伏安曲线,结果如图 4 所示。
由图 4 可知,还原峰电流 ipc与扫描速率呈正相

关,还原峰电位 Epc绝对值与扫描速率呈负相关,因
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摇 摇 摇 摇

Va1、Va2、Vb、Vc、Vd1、Vd2表示对应电极的还原峰值电位

图 3摇 氨 /硫酸铵体系中 Cu2 + 在不同电极上的循环伏安曲线

Fig. 3摇 Cyclic voltammetry curves of Cu2 + at different electrodes under ammonia / ammonium sulfate system
摇

表 1摇 不同电极上的还原峰值电位及峰值电流密度

Table 1摇 Reduction peak potential and peak current density at different electrodes
还原峰 Va1 Va2 Vb Vc Vd1 Vd2

还原峰值电位 (vs郾 SCE) / V - 0郾 778 - 1郾 137 - 1郾 234 - 1郾 331 - 0郾 647 - 1郾 061

对应电流密度 / (A·m - 2) 145郾 8 360郾 2 488郾 7 237郾 1 189郾 2 321郾 0

此可推断该阴极反应为不可逆过程,且为双电子一

步转移过程。 图 5 为对还原峰值电流密度和 v1 / 2作
线性拟合后得到的拟合直线,相关系数为 0郾 989 6,
因此可确定 NH3 - (NH4) 2SO4 体系中 Cu2 + 在钛电

极上沉积过程的控制步骤为扩散控制。
2郾 4摇 NH3 -(NH4)2SO4 体系中铜电沉积的成核机理

金属离子在阴极表面的电沉积过程包括成核和

长大两个阶段,成核机理包括生长阶段不产生新晶

核的瞬时成核机理和生成新晶核的连续成核机理。
根据 Fleischmann 等提出的二维成核模型,在扩散步

骤为控制步骤时,2 种成核机理的数学表达式分别

见方程(1)和方程(2

(

)。

iins
i )
m

2

= 1郾 954 2
t
tm

(1 - e - 1郾 256 4 t
tm) 2渍 (1

(

)

ipro
i )
m

2

= 1郾 225 4
t
tm

[1 - e (- 2郾 336 7 t
t )m

2
] 2 (2)

式中:im(A·m - 2)和 tm(s)分别为电流达到最大值时

对应的电流密度和时间。
本论 文 采 用 电 流 - 时 间 曲 线 研 究 NH3 -

(NH4) 2SO4 体系中二价铜离子在钛电极表面的成

核机理,不同沉积电位下的电流-时间曲线如图 6
所示。

由本文 2郾 1 部分内容可知,该体系下二价铜离
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图 4摇 NH3 -(NH4) 2SO4 体系中不同扫描速率下

的循环伏安曲线

Fig.4摇 Cyclic voltammetry curves of NH3 -(NH4)2SO4

system under different scanning rates
摇

图 5摇 拟合得到的 i ~ v1 / 2关系图

Fig. 5摇 i ~ v1 / 2 relationship diagram
摇

图 6摇 不同初始电位下的电流-时间曲线

Fig. 6摇 Current鄄time curves under different
initial potentials

摇

子的还原峰值电位约为 - 1郾 12 V。 在较低的电沉积

电位( - 1郾 08 V)下,阴极电流经过约 1郾 48 s 后达到

最大值,此时钛电极表面发生铜的形核和长大过程;
但由于大量 Cu2 + 在钛电极表面沉积致使双电子层

内 Cu2 + 浓度迅速下降,因此 Cu2 + 从本体溶液至双

电层的扩散速率成为本电极反应的控制步骤,因而

阴极电流也迅速下降;随后扩散层内 Cu2 + 得到本体

溶液的补充,Cu2 + 的扩散步骤成为电极反应的控制

步骤,阴极电流下降速率减缓且最终趋于稳定。 随

着电沉积电位由 - 1郾 08 V 负移至 - 1郾 16 V,铜沉积

的过电位逐渐增大使得其沉积速率增加,因而阴极

电流达到最大值的时间逐渐缩短,电流最大值也逐

渐增加。
对图 6 中的数据进行无因次处理,得到(i / im)2 -

t / tm曲线,如图 7 所示。 与瞬时成核和连续成核的

理论曲线作对比,发现沉积电位越低,试验所得的

( i / im) 2 - t / tm曲线越接近瞬时成核的理论曲线。 在

高的沉积电位下,试验所得曲线与理论曲线的偏差

较大,这是由于部分 Cu2 + 发生了 Cu2 + 詤詤+ e Cu + 的

还原反应[16 - 17]。

图 7摇 无因次处理得到的( i / im) 2 - t / tm曲线

Fig. 7摇 ( i / im) 2 - t / tm curves
摇

2郾 5摇 不同 Cu2 +浓度时的阴极极化曲线

在阴极液组成 NH3·H2O 4 mol / L + (NH4) 2SO4

1 mol / L、 阳 极 液 组 成 NH3 ·H2O 4 mol / L +
(NH4) 2SO4 1 mol / L、温度 40 益、扫描速率 5 mV / s
的工作条件下,依次改变阴极液中的 Cu(域)浓度为

10 g / L、20 g / L、30 g / L、40 g / L,测定的阴极极化曲线

如图 8 所示。
由图 8 可知,随着阴极液中 Cu2 + 浓度由 10 g / L

增加至 40 g / L,阴极极化曲线的起始还原电位逐渐

正移,且还原峰值电位下对应的还原峰值电流密度
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图 8摇 不同 Cu2 + 浓度下的阴极极化曲线

Fig. 8摇 Cathode polarization curves under different
concentrations of Cu2 +

摇

逐渐升高。 由 2郾 3 节可知,NH3 -(NH4) 2SO4 体系中

Cu2 + 在钛电极表面的电沉积行为受扩散过程控制。
阴极液中 Cu2 + 浓度升高时,钛电极表面双电子层内

Cu(NH3 ) 2 +
4 的浓度增加;由 Fick 第一定律 J扩i =

- Di(dci / dx)可知电流密度的绝对值与双电子层内

放电离子的浓度梯度 - dci / dx 呈正比,因而还原峰

值电流密度逐渐升高。
2郾 6摇 不同氨水浓度的阴极极化曲线

在阴极电解液组成 Cu2 + 30 g / L + (NH4 ) 2SO4

1 mol / L,阳极电解液组成(NH4) 2SO4 1 mol / L、温度

40 益、扫描速率 5 mV / s 的条件下,分别改变阴、阳
极液中氨水的摩尔浓度为 2郾 0 mol / L、2郾 5 mol / L、
3郾 5 mol / L、4郾 0 mol / L,测定的阴极极化曲线如图 9
所示。

图 9摇 不同氨水浓度下的阴极极化曲线

Fig. 9摇 Cathode polarization curves under different
ammonia concentrations

摇

当电位负向扫描至 -0郾 64 V 时,阴极上开始有电

流通过,此时发生部分 Cu2 + 还原为 Cu + 的电极反应;
电位负移至 - 1郾 3 V 时,钛电极表面发生析氢反应。
随着氨水浓度由 2郾 0 mol / L 逐渐增加 4郾 0 mol / L,铜的

起始还原电位整体上呈负移趋势,还原峰值电流逐

渐下降,这是因为氨水浓度的增加使得溶液中铜氨

络合物的浓度上升,游离铜离子浓度下降,导致还原

峰值电流降低。

3摇 结论
本文针对氨性体系铜电沉积的电化学行为进行

了研究,包括不同铵盐体系、氨 /硫酸铵体系中不同

电极、氨 /硫酸铵体系不同电解液组成的电化学行为

曲线以及 NH3 -(NH4) 2SO4 体系电沉积铜的控制步

骤、成核机理等,得出以下主要结论。
1)氨 /硫酸铵体系中电积铜的起始还原电位最

低,采用该体系进行电积时电耗较低;而同电位下电

沉积铜时氨 /氯化铵体系的阴极电流密度较大。 两

种体系中氢的析出电位均较负,可避免析出氢气等

降低阴极电流效率的副反应。
2)通过不同扫描速率下的循环伏安曲线可确

认 NH3 -(NH4) 2SO4 体系中 Cu2 + 在钛电极表面的

电沉积反应为不可逆过程,且为双电子一步转移过

程,控制步骤为扩散控制;通过对不同起始电位下的

电流-时间曲线进行无因次处理得到( i / im) 2 - t / tm
曲线,可确定 Cu2 + 在钛电极上的成核机理接近于瞬

时成核。
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Electrochemical study on membrane electrolysis of cathode copper in
NH3 -(NH4) 2SO4 system

YANG Jianying1, TANG Shiyang2, YANG Ping3, LI Shuchao2, YANG Jianguang2

(1. Jiangxi Environmental Engineering Vocational College, Ganzhou 341000, China;
2. School of Metallurgy and Environment, Central South University, Changsha 410083, China;

3. Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonferrous Metals Co. Ltd. , Shenzhen 518024, China)

Abstract: The milling residues from PCB (Printed Circuit Board) cutting typically contain copper and aluminum
metals along with a high plastic content. The electrochemical dissolution and electrodeposition process offer an
effective method for stripping copper and obtaining high鄄purity cathode copper from these residues. This process is
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characterized by its short duration, high current efficiency, and the production of high鄄purity copper, making it
highly promising for various applications. However, the electrochemical mechanism underlying this process remains
unclear. In this study, PCB鄄generated copper鄄containing solid waste was utilized as the anode, with titanium plates
serving as the cathode. A series of experiments was carried out using a diaphragm electrolysis process in an NH3 -
(NH4) 2SO4 system. These experiments included investigations into different ammonium salt systems, various
electrodes in the ammonia / ammonium sulfate system, electrochemical behavior curves of different electrolyte
compositions in the ammonia / ammonium sulfate system, and control steps and nucleation mechanisms of copper
electroplating in the NH3 -(NH4) 2SO4 system. The results indicate that the starting reduction potential of copper
electroplating in the ammonia / ammonium sulfate system is the lowest, resulting in low energy consumption during
electroplating. Additionally, the hydrogen deposition potential in this system is negative, which helps avoid side
reactions such as hydrogen evolution and enhances the cathodic current efficiency. The electroplating reaction of
Cu2 + on the titanium electrode surface in the NH3 -(NH4) 2SO4 system is found to be an irreversible process and a
two鄄electron one鄄step transfer process, with diffusion control as the controlling step. The nucleation mechanism of
Cu2 + on the titanium electrode is close to instantaneous nucleation. These findings provide valuable theoretical
insights for the NH3 -(NH4) 2SO4 system diaphragm electrolysis copper process.
Key words: PCB copper containing scrap; NH3 - ( NH4 ) 2SO4 - H2O system; membrane electrolysis;
electrochemistry mechanism; nucleation mechanism;
适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

control step

驰宏科工与昆明理工大学湿法冶炼一步产出“低铁锌冶制备新技术试验成功

3 月 21 日,驰宏科技工程分公司(以下简称驰宏科工)与昆明理工大学的湿法冶炼一步产出“低铁锌冶
制备新技术试验取得阶段性成果,成功生产出第一块“低铁锌冶片。

经化验分析,该锌片的 Pb 含量 < 0郾 000 4% ,Cu、Cd、Fe 等含量均 < 0郾 000 1% 。 产品质量较《低铁锌锭》
(YS / T 1153—2016)标准中 Pb 含量低 1 个数量级以下,Cu、Cd、Fe 等杂质含量已低于《高纯锌》(YS / T 920—
2013)中 5N 高纯锌中杂质含量标准。 该项技术有别于国内外生产高纯锌的技术,具有显著创新性,驰宏科

工与昆明理工大学具有生产方法及装备等多项自主知识产权。 该项技术的成功不仅丰富了高纯金属制备的

技术与理论,还有助于实现高纯锌大规模生产,降低生产成本,增加经济效益和提高企业国际核心竞争力。
据了解,基于中国铜业有限公司与昆明理工大学战略合作协议,2023 年,驰宏科工与昆明理工大学金炳

界教授团队深入开展产学研用结合,首创湿法冶炼一步产出“低铁锌冶制备新技术。 经过 1 年多的合作,校
企双方突破常规锌电解基础理论与技术体系,构建了集高级锌生产与电解液净化于一体的全新湿法炼锌技

术和基础理论体系,在小试、中试取得成功的基础上,经双方不懈努力,克服多重困难,成功将小试、中试成果

转化为生产试验,取得了阶段性成果。
下一步,驰宏科工与昆明理工大学将共同加快推进该技术与成套核心装备的优化与融合的研发,加快实

现工业产业化转化。

(资料来源:中国有色金属报)
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